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Kontaktplatte fiir Brenns tof f zellen 

Die Erfindung betrifft eine Kontaktplatte ftir Brenn- 
stof f zellen mit einer aktiven Flache, die eine Be- 
schichtung aufweist, nach dem- Oberbegrif f des Haupt^ 
anspruchs. Die Erfindung betrifft ferner eine Brenn- 
stoffzelle und einen Brennstof fzellenstapel mit min- 
destens einer solchen Kontaktplatte sowie Verfahxen 
zur Herstellung derartiger Kontaktpla'tten. 

Bei einer gattungsgemalien Kontaktplatte kann es sich 
um eine Bipolar- oder Endplatte fiir einen Brennstoff- 
zellenstapel oder auch vm eine Monopolarplatte ftir 
eine einzelne Brennstof fzelle oder in einer Ebene an- 
geordnete Brennstof f zellen handeln. Solche Kontakt- 
platten haben mehrere Funktionen. Sie dienen einer- 
seits zur Gewahrleistung einer elektrisch leitenden 
Verbindung zu einer angrenzenden Schichtf bei der es 



sich um eine Gasdif fusionslage, sine . Elektrode, eine 
Elektrolytmeitibran oder eine weitere Brennstof f zelle 
handeln kann, andererseits zuia Zu- und/oder Abtrans- 
port von Reaktanden und/oder Reaktionsprodukten, wozu 
eine Kanalstruktur vorgesehen ist, und ferner auch 
zmn Abtransport von Reaktionswarme . Insbesondere fiir 
mobile Anwendungen kann eine Herstellung von Kontakt- 
platten aus Metall erwiinscht sein, weil die vergli- 
chen mit anderen Werkstoffen groliere mechanische Sta- 
bilitat von Metall eine kompaktere Bauweise von 
Brennstof fzellen und Brennstof fzellenstapeln moglich 

macht . 

Ein Problem ergibt sich dabei jedoch dadurch, dass 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in Frage kom- 
mende Metalle, die hinreichend korrosionsbestandig 
sind, um den in Brennstof fzellen iiblicherweise herr- 
schenden aggressiven Bedingungen standzuhalten, zu 
Passivierung neigen. So bildet beispielsweise Edel- 
stahl eine Passivschicht aus Chromoxid, wodurch sich 
erst eine KorrosionsbestSndigkeit ergibt. Eine Pas- 
sivschicht aber fiihrt zu einem erheblich erh5hten e- 
lektrischen Kontaktwiderstand, wodurch die Funktion 
einer Kontaktplatte, eine verlustarme elektrische 
Verbindung herzustellen, iiber ein vertretbares Mali 
beeintrachtigt wiirde. 

Es ist bekannt, dieses Problem durch eine Beschich- 
tung von Kontaktplatten zu umgehen. So zeigt bei- 
spielsweise die Druckschrift EP 1 107 340 A2 eine 
gattungsgemaJSe Kontaktplatte fur Brennstof fzellen mil 
einer aktiven Fiache, die zum Anliegen an einer Dif- 



fusionsschicht bestimmt ist und die neben einer Kon- 
taktfiache Vertiefungen aufweist, so dass die Vertie- 
fungen eine Kanalstruktur bilden, wobei die aktive 
Flache eine Beschichtung aus einem leitenden, korro- 
sionsbestandigem Material aufweist. Nach dem Stand 
der Technik ist dabei nicht nur die zum Anliegen an 
einer benachbarten Schicht vorgesehene Kontaktf lache, 
sondern die gesamte aktive Flache inklusive Vertie- 
fungen beschichtet. Eine solche Ausfuhrung. ist durch 
bislang verwendete Auf tragungstechniken fiir die Be- 
schichtung nahegelegt, bringt jedoch den erheblichen 
Nachteil mit sich, dass ausgesprochen groBe Mengen an 
Beschichtungsmaterial benotigt werden. Da als Be- 
schichtungsmaterial iiblicherweise sehr kostbare Stof- 
• fe verwendet werden. beispielsweise Gold oder Platin, 
gehen daitdt unverhSltnismaBig hohe Herstellungskosten 
einher. Zudem birgt die vollf lachige, nicht-selektive 
Beschichtung der aktiven Fiache die Gefahr, dass sich 
durch eine Anhauf ung 'des Beschichtungsmaterials in . 
- den Bodenbereichen der Vertiefungen/Kanalstrukturen 
die Stromungseigenschaften der Kontaktplatten maBgeb- 
lich andern. 

Der Erfindung liegt also die Aufgabe zugrunde, eine 
gattungsgemafie Kontaktplatte zu entwickeln, die die 
genannten Nachteile vermeidet, bei der also auch bei 
einer Herstellung aus einem passivierenden Material 
ein geringer elektrischer Kontaktwiderstand an einer 
Kontaktfiache gewShrleistet ist, zugleich aber ein 
hoher Mater ialauf wand ftir eine entsprechende Be- 
schichtung vermieden wird bei einer Einsparung insbe- 
sondere teurer Materialien. Der Erfindung liegt fer- 
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ner die Aufgabe zugrunde, durch eine Verwendung ent- 
sprechender Kontaktplatten kompakte Brennstof f zellen 
und Brennstoffzellenstapel zur Verfagung zu stellen 
sowie Verfahren zu entwickeln, mit denen derartige 
Kontaktplatten mit geringstmoglicheici Aufwand herge- 
stellt werden konnen. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS gelSst durch eine 
Kontaktplatte mit den kennzeichnenden Merkmalen des 
Hauptanspruchs in Verbindung mit den Merkmalen des 
Oberbegriffs des Hauptanspruchs sowie durch eine 
Brennstoffzelle oder einen Brennstoffzellenstapel mit 
den Merkmalen des Anspruchs 7 sowie durch ein Verfah- 
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 8 oder des An- 
spruchs 9. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
ergeben sich mit den Merkmalen der Unteranspriiche . 

Durch eine Ausfiihrung der Kontaktplatte lait einer zu- 
sammenh^ngenden aktiven FlSche auf zumindest einer 
Seite der Kontaktplatte, wobei die aktive FlSche aus 
einer Kontaktf lache, die vollflachig eine Beschich- 
tung aus einem leitenden, korrosionsbestandigem Mate- 
rial aufweist, und aus eine Kanalstruktur bildenden 
Vertiefungen besteht, in einer solchen TWeise, dass 
die Beschichtung zumindest in Bodenbereichen der Ver- 
tiefungen ausgespart ist, wird eine gewiinschte Ein- 
sparung an Beschichtungsmaterial erreicht. Von beson- 
derer Relevanz ist eine solche Ausfiihrung naheliegen- 
der Weise insbesondere bei solchen Flatten, die auf 
Basis eines , PlattenkSrpers aus passivierendem Metall 
gefertigt sind, also aus einem Material, das einer- 
seits MaJinahmen zur Reduzierung eines Kontaktwider- 
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seits MaJinahiaen zur Reduzierung eines Kontaktwider- 
stands an Kontaktf lachen erforderlich macht, anderer- 
seits aber aufgrund einer hinreichenden Passivitat 
keine Itlckenlose Beschichtung als Korrosionsschut z 
erfordert. Besonders vorteilhaft mit Blick auf.eine 
hinreichende Stabilitat auch bei kompakter Bauweise 
sowie mr eine moglichst lange, beeintrachtigungs- 
freie Lebensdauer ist dabei eine Verwendung von Plat- 
tenkSrpern aus Edelstahl oder Titan. 

Durch ein Freihalten der Vertief ungen, die in einem 
typischen Fall einer ebenen Platte also hinter eine 
durch die Kontaktfiache definierte Ebene zurUcktre- 
ten, von der Beschichtung zumindest in Bodenbereichen 
der Vertiefungen erhoht sich der Kontaktwiderstand an 
der Kontaktfiache nicht, weil die Vertiefungen eine 
an die Kontaktplatte angrenzende Schicht ohnehin 
nicht beriihren. Eine Beschichtung ware dort sogar 
hinderlich, weil die Vertiefungen die Kanalstruktur 
bilden und dort zur Optimierung beispielsweise einer 
Stromung eines Reaktanden oder Reaktionsprodukts O- 
berflacheneigenschaften gewttnscht sein konnen, die 
sich unter Umstanden nicht mit der 'Beschichtung ver- 
einbaren lassen, wobei die Beschichtung dort auBerdem 
. in unnotiger Weise den Stromungsquerschnitt verrin- 
gern warde. 

Eine Beschichtung der Kontaktf lache soil im Sinne der 
vorliegenden Schrift auch dann noch als vollflacbig 
bezeichnet warden, wenn sie ' Poren mit einer Grofie von 
bis zu 150 pm aufweist. Dabei ist zu berucksichtigen, 
dass die Beschichtung primar zur Reduzierung des Kon- 



taktwiderstands imd nicht als Korrosionsschutz 
muss . 



Die beschriebene, erf indungsgemaJi ausgeftihrte aktive 
Flache muss dabei nicht notwendigerweise die einzige 
aktive Flache der Kontaktplatte sein. Zur Erzielung 
einer vorteilhaf ten Wirkung gentigt es, wenn eine von 
mehreren aktiven Flachen oder Bereichen in be- 
schriebener Art gestalt ist. Vorzuziehen sind aber 
solche Kontaktplatten, bei denen alle aktiven Berei- 
che entsprechende Merkmale aufweisen, insbesondere 
z.B. Bipolarplatten mit einer entsprechenden Gestal- 
tung zweier Seiten. 

Aus dem bislang Gesagten. ergibt sich, dass eine er- 
findungsgemafie Kontaktplatte dann besonders vorteil- 
haf t ausgefiihrt ist, wenn sich die Beschichtung aus- 
schliefilich tiber die Kontaktf lache bzw. die Kontakt- 
flachen erstreckt, wenn die Vertiefungen- also voll- 
standig ausgespart sind. 

Ein weiterer Vorteil ergibt sich', wenn die Beschich- 
tung zusatzlich einen Randbereich der entsprechenden 
Seite der Kontaktplatte aulierhalb der aktiven FlSche 
frei lasst, die dort also dann nicht beschichtet ist- 
Dieser Randbereich muss' ublicherweise abgedichtet 
werden, insbesondere gegen ein Austreten von Reakti- 
onsprodukten und/pder Reaktanden zwischen der Kon- 
taktplatte und einer angrenzenden Schicht. Eine sol- 
che Abdichtung wird erleichtert, wenn der Randbereich 
nicht beschichtet ist. Eine in den Randbereich fort- 
gesetzte Beschichtung dagegen ware aufgrund der dar- 



aus resultierenden Oberf lacheneigenschaf ten hinder- 
lich fiir das Anbringen/Fixieren einer Dichtung . 

Fur die Beschichtung kommen verschiedene Beschicb- 
tungsmaterialien in Frage. Kriterien fiir eine geeig- 
nete Auswahl sind elektrische Leitf ahigkeit und Kor- 
rosionsbestandigkeit sowie eine gute Haftf ahigkeit 
zur sicheren Verbindung mit" einem Plattenkorper land 
nicht zuletzt eine moglichst preisgiinstige Verfiigbar- 
keit. Von Vorteil mit Blick auf diese Kriterien sind 
insbesondere Beschichtungsmaterialien, die einen oder 
mehrere folgender Stoffe enthalten oder aus einem o- 
der mehreren dieser Stoffe oder deren Legierungen be- 
stehen: Kohlenstoff , vorzugsweise in Form von Gra- 
phite Niob, Seltenerdmetalle, Edelmetalle, vorzugs- 
weise Gold, Platin, Silber, Palladium und/oder Rhodi- 
um, Metallboride, -nitride und/oder -carbide, vor- 
zugsweise Titanborid, Titannitrid, Titancarbid 
und/oder Chromnitrid, Siliziumcarbid. Je nach Auftra- 
gungsart kann auch eine Dispersion oder Suspension 
mit Partikeln solcher oder ahnlicher Materialien zur 
Erhohung der Leitf ahigkeit bei gleichzeitig guter 
Haftf ahigkeit als Beschichtungsmaterial zum Einsatz 
kommen. Diese Dispersionen konnen vorteilhaft ein 
Bindemittel auf Basis eines thermo- oder duroplasti-- 
schen Polymers (z.B. Polyurethan, Polyacryl, Polyes- 
ter, Phenolharze etc.) enthalten, das beim Trocknen 
der Schicht aufschmilzt bzw. vernetzt und so die Par- 
tikel untereinander bzw. Die Beschichtung mit dem 
Plattenkorper verbindet. 



Urn eine zuf riedenstellende Reduzierung des Kontaktwi- 
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derstands taei andererseits mSglichst geringem Materi- 
alaufwand zu erreichen, ist die Besctiichtung im Fall 
einer Beschichtung mit Graphit vorzugsweise mit elner 
Schichtdicke von zwischen 5 und 200 ]am, besonders 
vorzugsweise zwischen 10 V-m und 10 0 lom auszuf tihren . 
In anderen Fallen, insbesondere bei einer Beschich- 
tung mit Metall {beispielsweise Gold) , bietet sich 
aus den gleichen Griinden eine Schichtdicke von zwi- 
schen 0,02 lom und 5 pm, vorzugsweisq zwischen 0,05 pm 
und 0,5 an. Ferner empfiehlt es sich zur Erzielung 
einer moglichst effektiven Verbesserung der leitenden 
Verbindung mit nicht zu groJiem Aufwand, die Beschich- 
tung mit Flachendichte von zwischen 0,32 g/m^ und 80 
g/m^ besonders vorzugsweise zwischen 0,8 g/m^ und 8 
g/m^ auf zubringen. Kontaktplatten beschriebener Art 
konnen durch eine Verwendung metallischer Plattenkor- 
per ausgesprochen kompakt und damit platz- und ge- 
wichtsparend ausgefuhrt werden. In dieser Hinsicht 
vorteilhaft und iramer noch hinreichend stabil sind 
entsprechende Kontaktplatten mit einer Materialdicke 
zwischen 0,05 ram und 0,5 mm, wobei besonders gute Er- 
gebnisse mit Kontaktplatten einer Materialdicke zwi- 
schen 0,07 mm und 0,2 ram erzielt werden. 

Urn eine wirtschaf tlich vertretbare Produktion erfin- 
dungsgemalier Kontaktplatten zu ermoglichen, sind Ver- 
fahren von Vorteil, die eine Aussparung von Bereichen 
bei einem Aufbringen der Beschichtung, also eine nur 
partielle Beschichtung, ohne erhohten Aufwand erlau- 
ben. Daftir bietet sich z.B. ein Aufbringen der Be- 
schichtung durch ein Siebdruck-, Walzendruck- oder 
Schablonendruckverfahren an, insbesondere bei einer 



9 



10 



15 



20 



30 



Verwendung von Dispersionen oder Suspensionen als Be- 
pchichtungsmaterial. Dadurch, dass vertiefte Bereiche 
bei einem Auftragen des entsprechenden Be- 
schichtungsmaterials durch Siebdruck' oder Walzendruck 
ohnehin iiblicherweise nicht von dem Beschichtungsma- 
terial erreicht warden, eriibrigt sich eine vorherige 
Maskierung der Vertiefungen oder der Bodenbereiche 
der Vertiefungen vor der Beschichtung. Ein durch die 
erfindungsgemafie Ausftihrung .der Kontaktplatte verur- 
sachter zusatzlich^r Herstellungsaufwand wird dadurch 
also vermieden. Auch dann, wenn die Beschichtung ei- 
nen Randbereich der entsprechenden Seite der Kontakt- 
platte frei lasst, ist dazu eine Maskierung des Rand- 
bereichs zwar m6glich, aber nicht erf orderlich. 



.Bei einer Verwendung von elektrolytisch abscheidbarem 
Beschichtungsmaterial bietet sich ein Aufbringen der 
Beschichtung durch Tampongalvanisieren an. Dazu wird 
der elektrisch leitende Plattenkorper als Elektrode 
mit einem Pol einer Spannungsquelle verbunden, wSh- 
rend eine zweite Elektrode, die mit einem Elektrolyt 
getrankt ist und/oder vom Elektrolyt durchflossen 
wird Oder mit einem Material umgeben ist, das seiner- 
seits mit einem Elektrolyt getrankt ist und/oder von 
25 diesem durchflossen wird, anschliefiend tiber solche 

Stellen gefiihrt wird, die beschichtet werden sollen. 
Anders als bei einer herkSmmlichen galvanischen Be- 
schichtung in einem Tauchbad ist dadurch sehr einfach 
eine selektive und partielle Beschichtung moglich. 
Auch durch Tampongalvanisieren lasst sich also sehr 
einfach eine erf indungsgemafie Ausfuhrung einer Kon- 
taktplatte realisieren, ohne dass eine aufwendige 
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Beschichtung notig ware. Durch eine geeignete Polung 
der beiden Elektroden wird das Beschichtungsmaterlal 
dort auf dem Plattenkorper abgeschieden^ wo die zwe±- 
te Elektrode bzw. das diese umgebende Material mit 
dem Elektrolyt den Plattenkorper beriihrt. Auch bei 
einer Automatisierung des Verfahrens lasst sich in 
einfacher Weise sicherstellen, dass dabei lediglich 
die Kontaktf IMche erreicht wird. Bei typischen Aus- 
ftihrungen des Verfahrens wird dabei die zweite Elekt- 
rode durch .einen beispielsweise draht- oder platten- 
formigen metallischen Leiter gegeben sein^ der mit 
einem Vlies umwickelt ist, welches das benStigte E- 
lektrolyt aufzunehmen in der Lage ist. 

Eine verbesserte Haftung der Beschichtung auf der 
Kontaktf lache kann schlieBlich dadurch erreicht wer- 
den, dass die Beschichtung w^hrend und/oder nach dem 
Aufbringen durch ein Erhitzen der Kontaktplatte auf- 
geschiEiolzen oder ausgehartet wird. 

Kontaktplatten der hier beschriebenen Art eignen sich 
insbesondere ftir eine Verwendung in Brennstof f zellen 
Oder Brennstof f zellenstapeln oder auch in anderen e- 
•lektrochemische Zellen^. wobei sie in solchen Zellen 
oder Verbanden von Zellen nach dem Gesagten Monopo- 
lar- Oder Bipolarplatten oder Bestandteile solcher 
Flatten bilden konnen. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird im Folgen- 
den anhand der Figuren la und lb erlautert. Es zeigt 

Fig. la einen Querschnitt durch einen Teil einer 
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erfindungsgemaJien Kontaktplatte und 
Fig. lb eine Aufsicht auf eine aus zwei derartigen 
Kontaktplatten zusaitimengesetzte Bipo- 
larplatte . 

Bei der in Figur la abgebildeten Kontaktplatte han- 
delt es sich urn eine Halfte einer Bipolarplatte fiir 
einen Brennstof f zellenstapel . Zu erkennen ist in der 
Figur la ein Plattenkorper 1, der aus Edelstahl ge- 
fertigt ist. Entsprechende Ausftlhrungen aus einem an- 
deren passivierenden und/oder korrosionsstabilen Me- 
tall sind ebenfalls moglich. In der Figur la nacb o- 
ben orientiert hat die Kontaktplatte eine aktive Fia- 
che, die aus einer Kontaktf lache 2 besteht, sowie aus 
Vertiefungen 3, welche eine Kanalstruktur bilden, wo- 
bei die Kontaktfiache 2 durch diese Vertiefungen 3 
unterbrochen ist. Die Kanalstruktur dient dabei zum 
zu- und Abtransport von Reaktanden bzw. Reaktions- 
produkten ftlr eine an der Kontaktf lache 2 anliegende, 
hier nicht abgebildete Polyitierelektrolytmembran bzw. 
eine zwischen der Kontaktplatte und der Polymerelekt- 
rolytmembran liegende Dif f usionslage oder Elektrode. 

Die Kontaktflache 2 tragt eine Beschichtung 4 aus 
Platin, welche die Kontaktflache 2 vollflachig iiber- 
zieht, die Vertiefungen 3 aber mit Ausnahme an die 
Kontaktflache unmittelbar angrenzender Rand- oder U- 
bergangsbereiche vollstandig ausspart. Insbesondere 
Bodenbereiche 5 der durch die Vertiefungen 3 gebilde- 
ten Kanalstruktur sind also von der Beschichtung 4 
frei. Der Edelstahl, aus dem der Piatt entrSger 1 ge- 
fertigt ist, bildet dort eine Passivschicht, die ins- 
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besondere Chromoxid enthalt und den PlattentrSger 1 
auch dort vor Korrosion schiitzt, wo die nur partiell 
beschichtete aktive Flache keine Beschichtung tragt. 
Durch die Beschichtung 4 aus Platin, wobei auch ein 
anderes elektrisch leitendes, korrosionsbestandiges 
Material fiir die Beschichtung 4 in Frage koitimt, wird 
ein guter elektrischer Kontakt rait einem geringen 
Kontaktwiderstand zu einer angrenzenden Schicht, die 
durch die Polymerelektrolytmembran oder die entspre- 
chende Dif fusionslage oder Elektrode gebildet ist, 
sichergestellt. Ein solcher Kontakt ' wurde bei fehlen- 
der Beschichtung 4 durch die Passivschicht vereitelt. 

Ebenfalls nicht beschichtet, also von der Beschich- 
tung 4 ausgespart, ist ein in der Figur lb abgebilde- 
ter Randbereich 12 der Kontaktplatte auBerhalb der 
aktiven Flache 11. Das erleichtert eine gute Abdich- 
tung der Kontaktplatte zur angrenzenden Schicht in 
diesem Randbereich 12. 

Durch das Einpragen einer Kanalstruktur weist die Bi- 
polarplatte des beschriebenen Ausf tihrungsbeispiels 
eine Gesamtdicke von etwa 1 mm auf, was einer Kanal- 
tiefe von etwa 0,4 mm entspricht. Die Bipolarplatte 
wird dabei durch zwei entgegengesetzt orientiert auf 
einander angeordnete Teile der in Figur la abgebilde 
ten Art gebildet. Denkbar sind auch Ausf tihrungen , be 
denen zur Erzielung einer grolieren Stabilitat oder 
einer erhShten Warmeleitf ahigkeit eine zusatzliche 
Schicht zwischen den beiden Teilen angeordnet ist. 
Entsprechend dem in Figur la abgebildeten Teil der 
Bipolarplatte kann auch eine Endplatte eines Brenn- 
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polarplatte kaixn auch sine Endplatte eines Brenn- 
stoffzellenstapels oder einer Monopolarplatte fiir ei- 
ne einzelne Brennstof f zelle oder mehrere nebeneinan- 
der angeordnete Brennstof fzellen ausgefuhrt sein. Die 
Beschichtung 4 hat bei dem abgebildeten 
Ausfuhrungsbeispiel eine Schichtdicke von etwa 0 , 5 iim 
und ist mit einer Flachendichte von etwa 10,6 g/m^ 
auf getragen. 

Die Beschichtung 4 wurde durch Tampongalvanisieren 
aufgebracht. In gleicher Weise ware auch eine Her- 
stellung einer Beschichtung aus anderen galvanisch . 
abscheidbaren Stoffen m5glich, wobei sich insbesonde- 
re eine Beschichtung mit einem anderen Edelmetall wie 
beispielsweise Gold anbietet. Beim Tampongalvanisie- 
ren dient der Plattentrager 1 selbst als Elektrode, 
wahrend eine zweite Elektrode, die von einem Material 
umgeben ist, das mit einem entsprechenden Elektrolyt 
■ getrankt ist, uber die Kontaktf lache 2 gefiihrt wird. 
Durch galvanische' Abscheidung wachst die Beschichtung 
4 dann dort auf, wo die zweite Elektrode bzw. das sie 
umgebende Material mit dem Elektrolyt den Plattentra- 
ger 1 bertihrt, namlich an der Kontaktf ISche 2, also 
dort, wo der Plattentrager 1 erhaben ist. Als das E- 
lektrolyt aufnehmende, die zweite Elektrode umgeben- 
des Material kann dabei eine Umwicklung der zweiten 
Elektrode aus einem Vlies vorgesehen sein. Eine Aus- 
sparung der Vertiefungen 3 ergibt sich beim Tampon-^ 
galvanisieren auch ohne eine aufwendige vorherige 
Maskierung von Stellen, die frei bleiben sollen. Da- 
init wird eine partielle Beschichtung der Kontakt- 
platte auch in einem quasi kontinuierlichen Prozess 
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in kurzen Taktzeiten mSglich/ Auch andere lateral be- 
grenzbare Beschichtungsverf ahren wie beispielsweise 
Schleuderspriihen, eine Verwendung von Schlitzdttsen 
Oder Druckverfahren k5nnen alternativ angewandt wer- 
den. 

Insbesondere ist eine entsprechende Au^fiihrung einer 
erfindungsgemalien Kontaktplatte mit einer durch Sieb- 
druck Oder Walzendruck auf gebrachten Beschichtung 4 
itiaglich, bei der die Beschichtung 4 beispielsweise 
durch eine graphithaltige Suspension oder andere Sus- 
pensionen oder Dispersionen gebildet werden kann . 
Durch Aufdrucken einer Dispersion oder Suspension, 
insbesondere durch Siebdruck oder Walzendruck, auf 
die aktive Fiache der Kontaktplatte kann ebenfalls in 
einf acher Weise eine selektive Beschichtung aus- 
schlieBlich der Kontaktf lache 2 erreicht werden, ohne 
dass eine vorherige Maskierung der Vertiefungen 3 
notwendig ware. Eine verbesserte Haftung der Be- 
schichtung 4 auf der Kontaktf lache 2 kann durch Bin- 
demittel auf der Basis eines thermo- oder duroplasti- 
schen Polymers erreicht werden, das beim Trocknen 
aufschmilzt bzw. vernetzt. Auch eine Beschichtung 4, 
die wie bei dem anhand der Figuren' beschriebenen Aus- 
fiihrungsbeispiel metallisch ist, kann als material- 
sparende Leitschicht durch Aufdrucken einer verdiinn- 
ten Metalldispersion auf die aktive Fiache der Kon- 
taktplatte und anschlieBendes Auf schmelzen, AushSrten 
und Vernetzen auf die Kontaktf lache 2 aus Edelstahl 
realisiert werden. 
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Patentanspriiche 

Kontaktplatte ftir Brennstof f zellen mit einer zu- 
sammenhangenden aktiven Flache auf zumindest einer 
zum Anliegeri an einer Dif fusionslage, einer Brenn- 
stof fzellenelektrode Oder einer Elektrolytmembran 
bestiirmten Seite der Kontaktplatte, wobei die ak- 
tive Fiache aus einer Kontaktf lache, die vollfla- 
chig eine Beschichtung aus einem elektrisch lei- 
tenden, korrosionsbestSndigem Material aufweist, 
und aus Vertiefungen besteht, so dass die Vertie- 
fungen eine Kanalstruktur bilden, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Beschichtung (4) zumindest in Bodenbe- 
reichen (5) der Vertiefungen (3) ausgespart ist . 

2. Kontaktplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sie auf Basis eines Plattenkorpers 
(1) aus passivierendem, korrosionsbestandigem Me- 
tall, vorzugsweise aus Edelstahl oder Titan, ge- 
fertigt ist. 

3. Kontaktplatte nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Beschichtung 
(4) ausschlieJilich uber die Kontaktf lache (2) er- 
streckt . 

•4. Kontaktplatte nach einem der Anspruche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (4) 
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einen Randbereich (12) der genannten Seite der 
Kontaktplatte aufierhalb der aktiven Flache (11) 
frei lasst. 

5. Kontaktplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 4^ 

dadurch gekennzeichnet , dass die Beschichtung (4) 
Kohlenstoff , vorzugsweise in Form von Graphit, Ni- 
ob, ein Seltenerdmetall, ein Edelmetall, vorzugs- 
weise Gold, Silber, Platin, Palladium und/oder 
Rhodium, und/oder ein Metallborid, -nitrid 
und/oder -carbid, vorzugsweise Titanborid, Titan- 
nitrid, Titancarbid und/oder Chromnitrid, und/oder 
Silizi-umcarbid enthalt oder aus einem oder mehre- 
ren vorgenannter Stoffe oder Legierungen dieser 
Stoffe und vorzugsweise einem thermoplastischen 
Oder duroplastischen Bindemittel zum Auftragen in 
flussiger Form besteht. 

6. Kontaktplatte nach einem .der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet , dass sie eine Materialdi- 
cke zwischen 0,05 mm und 0,5 ram, vorzugsweise zwi- 
schen 0,07 mm und 0^-2 mm hat. 

7. Brennstof f zelle oder Brehnstof f zellenstapel ent- 
haltend mindestens eine Kontaktplatte nach einem 
der Anspruche 1 bis 6 als Monopolar-, Bipolar- 
und/oder Endplatte. 

' 8- Verfahren zur Herstellung einer Kontaktplatte nach 
einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Beschichtung (4) durch ein Sieb- 
druck-, Walzendruck- oder Schablonendruckverf ahren 
Oder durch ein Dosierverf ahren aufgebracht wird. 
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9. Verfahren zur Herstellung einer Kontaktplatte nach 
einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Beschichtung (4) durch Tampongalva- 
nisieren aufgebracht wird. • 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 oder 9_, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Vertiefungen (3) 
von der Beschichtung (4) frei bleiben ohne vorhe- 
rige Maskierung der Vertiefung (3) . 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 10 ^ da- 
durch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (4) 
wahrend und/oder nach dem Aufbringen durch ein Er- 
hitzen der Kontaktplatte auf geschmolzen oder aus- 
gehartet wird. 



Zusainiaenf assung 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kontaktplatte 
ftir Brennstof f zellen mit einer zusammenhangenden ak- 
tiven Flache (11) auf zumindest einer Seite der Kon- 
takiiplatt^e, wobei die aktive Flache (11) aus einer 
Kontaktf lache (2), die vollflachig eine Beschichtung 
(4) aus einem elektrisch leitenden, korrosionsbe- 
standigen Material aufweist, und aus Vertief ungen (3) 
besteht^ so dass die Vertief ungen (3) eine Kanal- 
struktur bilden, wobei die Beschichtung (4) ferner 
zumindest in Bodenbereichen (5) der Vertief ungen (3) 
ausgespart ist. Die Erfindung betrifft ferner eine 
entsprechende Brennstof fzelle oder einen Brenn- 
stof fzellenstapel mit zumindest einer derartigen Kon- 
taktplatte sowie verschiedene Verfahren zur Herstel- 
lung solcher Kontaktplatten, die sowohl als Bipo- 
larplatten als auch als Monopolar- oder Endplatten 
dienen konnen. Mit einer erf indungsgemafien Kontakt- • 
platte erreicht man einen optimal reduzierten Kon- 
taktwiderstand bei minimalem Materialaufwand ftir die 
Beschichtung (4) . 



Fig. la 



